




系列微控制器
絕佳的性能與超低功耗表現

基於運算頻率80MHz的ARM Cortex-M4處理器內核，內建浮點運算單元、支援
DSP指令集、擁有智慧類比功能及豐富的通訊周邊設備

處理性能高達100 DMIPS，功耗僅為100µA/MHz

高達1MB的快閃記憶體及128KB的SRAM

適合智慧聯網和物聯網應用以及各種工業、醫療和消費性電子產品

欲了解更多，請瀏覽 www.st.com/stm32l4

掃描QR code，輕鬆下載ST MCU選型工具
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一般消費性裝置不到18個月的快速替換是截然不同的。

他強調，汽車設計週期耗時較長，主要是因為設備故障時會

造成嚴重的危險與損害責任，近來的駭客事件更是強化了安

全的重要性。

許多連網汽車的相關應用都需獲得準確的定位，因此必需採

用多重GNSS系統、多路徑抑制、卡爾曼濾波(Kalman filtering)、

多頻率處理、以及3D慣性導航等技術。此外，真正的定位準確

度應取決於真實世界的動態效能，以及它是否能與加速計、

陀螺儀以及ABS速度感測器的資訊妥善地整合在一起。

由於歐洲和俄羅斯現在已經強制要求eCall服務的準確度到1

公尺以內，美國也將有類似的標準，因此選用正確的POS接收

器或模組已成為所有汽車製造商的首要考量。從電信業者的

角度來看，模組化方式也是可行，因為美國的電信業者已要

求裝置在實際運作前必須先完成遵循性認證，以確保裝置的

可靠與安全性。

江敏楠認為，隨著V2X和物聯網的重要性與日俱增，汽車和車

隊管理將是下一個重要的科技戰場，對硬體、軟體和服務創

新等產業，都將帶來龐大商機。如何及何時能實現無人駕駛

汽車的目標，將取決於這些關鍵的第一步以及未來的成效結

果。設計人員必須盡可能降低快速創新的風險與錯誤，因為

這些高風險所造成的錯誤會危及生命安全並導致對產品信心

的流失，所以選擇正確的技術以及合作夥伴將是重要關鍵。

u-blox的產品組合包含所有必要的連接技術，特別是無線與定

位晶片和模組現已廣泛運用在多種車用產品中。因應連網汽

車的發展，u-blox將持續推動創新，以兼具效能、安全性與成

本效益的最佳方案協助客戶開發

新一代產品，掌握市場先機。

連網汽車應用興起連網汽車應用興起

u-blox完備的
連接技術方案將扮演要角
u-blox完備的
連接技術方案將扮演要角

感測器、定位、蜂巢式以及短距離通訊技術，將能提升安全

性與駕駛體驗，並加速無人駕駛車的發展。

u-blox台灣區總經理江敏楠表示，V2X最讓人振奮的是它具

備了開啟認知式汽車(cognitive automobile)新世代的潛能 ─ 不

僅能知道汽車自己本身的狀態，還能了解其他車輛、環境、

天氣、路況、交通、以及其他可能會影響駕駛安全與旅遊效

率的重要參數。

這將使汽車超越娛樂和傳統的IoT應用，進入到「關鍵物聯網」

的範疇。過程中的任何錯誤─從關鍵的感測或定位元件，到

遠端分析、以及最終回應─都可能為駕駛甚至OEM業者帶來

災難。因此唯有透過可靠、低延遲的通訊進行適當的量測，

並採用經過驗證的設計技巧，和可靠的元件或模組，汽車認

知才能為安全、可靠、以及真正的無人自動駕駛奠定基礎。

從V2X邁向無人駕駛汽車

江敏楠指出，V2X所需的各種技術多已就緒，或是正積極研

發中，但就汽車設計週期來看，V2X要能真正上路可能還需

要好幾年的時間，因為從概念到量產大概要三到四年，這與

物聯網(IoT)旋風已席捲汽車產業。從資訊娛樂系統開始，

IoT已逐步演進，並在令人振奮的全新V2X架構中融合了

IoT連網汽車將整合感測器、低成本處理、無線通訊、精密定位以及

雲端分析，以實現V2X願景
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贊助單位主辦單位

USB Type-C在傳輸介面技術上，可以說是相當革命性的全新技術，它最大的特色在於使用者無需考慮到正反面的問題，大幅度地提升

使用者的便利性，另一方面，過去USB的充電能力，在PD（電力傳輸）規格陸續就位後，其最大功率輸出將可達到100W的水準，這

兩者相加，相信會為科技產業帶來更多顛覆性的想像。

有鑑於此，CTIMES將於七月一日舉辦「USB Type-C暨PD技術研討會」，會中將邀請多位具有豐富經驗的業界人士來進行分享他們對

於USB近期的技術發展，以及可能會面臨的問題與挑戰，作一最完整的剖析與介紹，我們十分歡迎對於USB Type-C與PD設計有相關需

求的人士踴躍參與。

定位說明：

◆ 報名方式：線上報名
◆ 報名洽詢：02-2585-5526 分機225 孫小姐。imc@ctimes.com.tw
◆ 傳真傳線：02-2585-5519
◆ 注意事項：＊活動當天，若報名者不克參加，可指派其他人選參加，並請事先通知主辦單位。
                   ＊若因不可預測之突發因素，主辦單位得保留研討會課程主題及講師之變更權利。
                   ＊活動若適逢颱風達放假標準之不可抗拒之因素，將延期舉辦，時間另行知。

地點：北科大集思會議中心／台北市大安區忠孝東路三段193巷旁(億光大樓2~3樓貝塔廳 201會議室)

報名費用：免費參加

15:10 - 15:30 Break times

CTIMES採訪召集人 姚嘉洋13:25 - 13:30 Opening

是德科技專案經理 林昭彥15:30 - 16:20 USB Type-C高速傳輸測試

邀請中16:20 - 17:10 確認中

17:10 散會

邀請中13:30 - 14:20 從Type-C到PD
看傳輸介面技術的未來發展

NXP14:20 - 15:10 USB Type-C 與其他傳輸介面的競合
發展現況與未來

TYPE
暨PD技術研討會

2016 7/1 (五)13:25-17:10





◆ 報名方式：線上報名
◆ 報名洽詢：02-2585-5526 分機225 孫小姐。imc@ctimes.com.tw
◆ 傳真傳線：02-2585-5519
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進入門檻可降低？
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Lattice
亞太區資深事業發展經理 陳英仁

ST
技術行銷經理 陳建成

13:50 - 14:30 頭戴式虛擬實境的設計挑戰

14:30 - 14:50 Break times

16:10 散場暨交流時間

UL
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15:30 - 16:10 頭戴式虛擬實境的安全性議題
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早鳥價：6/15日前$1,800/人

超殺2人團報價：$1,600/人
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虛擬實境應用
暨技術研討會
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UV感光薄膜
根據感光薄膜的發色濃度
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EDITOR’S NOTES

編者的話

六月號 2016   CTIMES   13

智慧家庭是個老議題，遠從至少10年前，Intel就開始談「數位家庭」，當時的餅還畫的

滿大，希望藉由PC與白色家具的數據串流，打造出數位滿屋的願景，同時開啟手機、

筆電以外的另一消費性市場，或許是當時的行動裝置已能滿足消費者，加上多數白色家電業者

並無相關產品計畫，因此「能上網的冰箱」、「跟PC連結的電視」時至今日仍未出現，反而

是「智慧家庭」的案例已陸續出現。

「智慧家庭」與「數位家庭」的差異，簡單來說就是「帶不帶得走？」，數位家庭以消費性電

子產品的數據串流為主，這些設備都是獨立於建築體之外，搬家時可以移動，智慧家庭則是以

自動控制為主，多數建案都是在興建、裝潢時，就已內建，搬家時你只能讓這套系統留在原

地，給下一個屋主使用。

智慧家庭概念的推動，以工業電

腦廠商和大型系統業者為主，並

與建築業者攜手合作，目前全球

各地都已有指標性案例，不過從

整體發展來看，智慧家庭推動也

有七八年之久，除了部份新建

案外，並未全面或至少大幅度

落實，主要原因仍與數位家庭相

同，消費者對智慧家庭的需求並

不殷切，認為有無智慧化系統，

對生活影響並不大，你並不需要

在下班回家前就用手機先把家裡

冷氣打開預冷，出門多關幾個燈

一點也不麻煩，不需要設置一個

情境控制，一鍵搞定所有開關，

而消費者的無感，自然也削弱了

供應端的建商意願。

因此就目前發展來看，即便智慧家庭的技術都已齊備，但在消費者沒有太多感覺的態勢下，智

慧家庭的成長一直相當平緩，雖然智慧化技術的應用已是必然之勢，目前絕大多數的飯店與少

部份商業大樓，也都有相關建置，但消費者是否希望將飯店與辦公室的體驗帶回家裡？這恐怕

還要打上一個問號。

技術具備 
智慧家庭需求東風未起
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於520上任的新政府已明確揭示將以創新帶動經

濟，透過智慧台灣帶動產業升級，建立台灣經

濟發展的新模式。新政府提出五大重點創新產業，包括

物聯網/智慧科技、綠能、生技醫療、智慧機械、國防產

業等，相關領域估計將成為我國產業重點推動的方向。

雖然半導體產業未被列入，但由於半導體業為我國在全

球居穩定領先優勢的產業，加上半導體亦為相關重點

創新產業的關鍵零組件，因此在後續新政府與產業的談

話中，亦表示半導體業將為五大創新領域的重要支撐骨

幹，估計相關創新產業亦將成為我國的重要出海口。

惟全球半導體業已逐漸進入成熟階段，根據資策會MIC

的估計，2015年全球半導體產值達3,400億美元，僅較

2014年微幅成長1.2%。除了因全球經濟成長動能減弱等

景氣因素導致市場減緩之外，3C產品進入成熟期且缺乏

成長動力，更為衝擊半導體產業發展的長期因素。

展望2016年，由於主要新興市場經濟成長動能未見改

善，再加上預期3C終端需求仍疲弱下，即使IoT與穿戴

式裝置等新興應用浮現，但產值尚未有大幅貢獻，預估

2016年全球半導體市場規模可能較2015年衰退2.2%，

達3,324億美元。長期而言，全球終端應用市場僅能維持

穩定成長態勢，預期未來全球半導體市場年成長率僅約

0％～5%之間。。

在既有3C市場趨於成熟下，半導體業若欲重拾成長動

力，除了掌握景氣循環的脈動與搶佔既有產品的市佔率

之外，恐需另外尋求新的成長動力來源。除了訴求近期

已被廣泛討論的物聯網應用之外，新政府所提出的產業

創新方向，亦可為半導體產業提供新的成長空間，其

中，綠能、智慧機械、生技醫療與國防工業等，半導體

皆為其關鍵零組件之一。若能在發展相關創新產業的同

時，進一步整合上游關鍵零組件供應鏈，對於整體產業

的推動，估計將能發揮事半功倍的效果。

不過相關創新產業所需要的半導體產品類型與規格，有

許多將與傳統3C應用半導體產品不同。其中，應用處理

器、微控制器、高速傳輸晶片與人機介面控制晶片等晶

片產品與傳統3C應用晶片較為相近，我國產業有較多之

發展經驗。

而功率半導體、電源管理晶片、MEMS/感測器與工業用

或軍規的半導體產品，則非我國業者在發展3C應用時

熟悉的領域，而生技醫療所需要的醫療等級應用晶片產

品，我國業者更需較長時間以累積發展經驗。未來在我

國業者較為不熟悉的非3C應用晶片上，產品的驗證、規

格、材料等，更將形成較高的進入障礙。未來若能透過

政策的推動與上下游業者的整合，協助我國上下游供應

鏈跨越進入門檻，將可使創新產業的發展事半功倍。

此外，因應新世代之創新應用市場興起，IC設計業者與

下游系統業者將面臨物聯網等新興應用之少量多樣、缺

乏規模經濟的困境。未來產業界應可思考規劃建置創新

開發平台，透過上下游策略結盟、虛擬垂直整合等方

式，建立共通之產品規格與平台。未來若可藉此集結業

者進行聯合採購，應較易於跨越規模經濟之門檻。

面對新興應用崛起的機會，再加上我國新任政府力推五

大創新產業帶來的政策誘因，估計我國半導體業仍可望

在成熟的半導體市場中尋得相對穩定的成長動力。只不

過新興的半導體需求更為多元且發散，我國產業應透過

虛擬整合等創新的營運模式，以掌握未來市場的潛在發

展機會。

從新政府五大創新產業

看台灣半導體業之發展機會洪春暉 

資策會產業情
報研究所(MIC)
產業顧問兼
主任

Vision

我國應透過虛擬整合等創新的營運模式，掌握未來市場的潛在機會。
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